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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體封裝結構，包括：一載板；一第一複合金屬層，包含一第一金屬層及一與該
第一金屬層和該載板直接接觸的第二金屬層，且該第一金屬層與該第二金屬層包含不同

的金屬；一第一接合材料層，包含銀且不包含鉛與錫，並直接接觸該第一金屬層；一晶

粒，位於該第一接合材料層上；一第二複合金屬層，包含一第三金屬層及一與該載板直

接連接的第四金屬層；一散熱器，位於該第二複合金屬層下方；以及一第二接合材料

層，位於該第二複合金屬層與該散熱器之間，並直接接觸該第二複合金屬層，其中，該

第三金屬層與該第四金屬層直接接觸並包含不同金屬。

2.　如申請專利範圍第 1項所述的半導體封裝結構，其中，該第一接合材料層，其熱阻值大
於 120W/mk、或其體積電阻大於 10-7歐姆-公分、或其接合強度介於 3~5Kgf。

3.　如申請專利範圍第 1項所述的半導體封裝結構，其中，該載板包括一陶瓷材料層。
4.　如申請專利範圍第 1項所述的半導體封裝結構，其中，該第一複合金屬層與該第二複合
金屬層包含相同金屬。

5.　如申請專利範圍第 1項所述的半導體封裝結構，其中該載板的垂直投影面積等於或大於
該晶粒的垂直投影面積。

6.　如申請專利範圍第 1項所述的半導體封裝結構，其中，該散熱器更包括一散熱板及複數
個導電接腳，該散熱板及該複數個導電接腳設置於該載板下，且該晶粒與該等導電接腳

電性連接。

7.　一種半導體封裝結構的製造方法，其步驟包括：提供複數個晶粒，且各個該等晶粒具有
相對的第一上表面及一第一下表面；提供一第一暫時性基板，並使各個該等晶粒以該第

一下表面固定於該第一暫時性基板上；擴張該等晶粒彼此間的距離至一預定距離 d1，
d1>0；提供一第二暫時性基板，使得各個該等晶粒的該第一上表面朝向該第二暫時性基
板；提供一載板，其具有相對的一第二上表面及一第二下表面；形成一無鉛錫的第一接

合材料層於該第二上表面上；藉由該無鉛錫的第一接合材料層使各個該等晶粒的該第一
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上表面與該載板的該第二上表面接合；去除該第二暫時性基板；以及切割該載板，形成

複數個半導體封裝體，其中，各個該複數個半導體封裝體包括一次載板，且該次載板之

垂直投影面積大於該等晶粒中之一的垂直投影面積。

8.　如申請專利範圍第 7項所述的半導體封裝結構的製造方法，其中，該載板更包括一陶瓷
材料層夾於一第一複合金屬層與一第二複合金屬層之間，該第一複合金屬層包括一第一

黏附層以及一第一高導電層，且該第一黏附層是夾於該陶瓷材料層與該第一高導電層之

間，而該第二複合金屬層包括一第二黏附層以及一第二高導電層，且該第二黏附層是夾

於該陶瓷材料層與該第二高導電層之間。

9.　如申請專利範圍第 7項所述的半導體封裝結構的製造方法，其中，該第二暫時性基板包
含一對熱或特定波長光線敏感的黏著層。

圖式簡單說明

第 1A圖~第 1B圖顯示的是習知的一種半導體封裝結構。
第 2A圖~第 2G圖顯示的是根據本發明一實施例的半導體封裝結構及其製造方法。
第 3A圖~第 3B圖顯示的是根據本發明一實施例的半導體封裝結構及其製造方法。
第 4A圖~第 4G圖顯示的是根據本發明一實施例的半導體封裝結構及其製造方法。
第 5A圖~第 5B圖顯示的是根據本發明一實施例的半導體封裝結構及其製造方法。
第 6圖顯示的是如第 2G圖所示的半導體封裝體 200的晶粒 210、第一接合層 212與載板

25的接合面 SEM照片。
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